
〈 정상추진 〉

18. 시스템반도체 첨단 후공정 기술지원 인프라 구축

주관부서 산업육성과 과장 이용일(☏8450)
반도체산업팀장 이종의(☏8461)

담당자 이재명(☏8462)

신규 / 지속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 청주시 일원

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2031.(10년)

  ○ 총사업비 : 1,787억원(국비 703, 도비 542, 시군비 542)

  ○ 사업내용 : 시스템반도체 첨단 후공정 기술지원 인프라 구축

    - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화('21.~'23., 87억원)

    - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축('23.~'25., 200억원)

    - 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼 구축('25.~'31., 1,500억원)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 1,787 25 32 63 114 353 628 572 354 25 32 125 172 - - -

국  비 703 17 22 41 22 73 242 286 164 17 22 85 40 - - -

도  비 542 4 5 11 46 140 193 143 92 4 5 20 63 - - -

시군비 542 4 5 11 46 140 193 143 92 4 5 20 63 - - -

기  타 - - - - - - - - 6 - - - 6 - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업 추진 : 7. ~ 12.

   - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 사업 기획 : 7. ~ 12.



  ○ 추진실적

   - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업추진 : 7. ~ 12. / 2차년

   - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 신규과제 선정(산업부) : 5.

   - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 과제 컨설팅 : 7.~12. / 4회

   - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축* 정부예산(78억원) 확정 : 12.

* 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업으로 명칭 변경

 【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 3차년도 사업추진 : 1.~12.

   - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 협약 및 추진 : 1.~12.

  ○ 추진실적

   - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 3차년도 장비 발주 : 1. ~ 3.

   - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 발표평가 등 대응 : 2. ~ 3.

   - 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업* 최종 공모선정 : 4. 12.

   - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 최종 공모선정 : 4. 13.

* 첨단 반도체 후공정 기술지원을 위한 추가 신규사업 공모 선정(’23.~’26., 214억원)

   - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 1차년도 사업비 교부: 6. 21.

   - 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 1차년도 사업비 교부 : 9. 25.

   - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 장비발주 및 건축설계 추진 : 9.~12.

   - 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 장비발주 및 건축설계 추진  : 9.~12.

   - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화사업 사업완료 : ~ 12.

 【 2024년 】

 ○ 추진계획

  - 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 2차년도 사업추진 : 1.~12.

  - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 2차년도 사업추진 : 1.~12.

  ○ 추진실적

  - 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 건축시공*, 장비구축** 추진 : 1. ~ 3.

*건축시공(1,110㎡) 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 감리, 폐기물 조달공고 진행

**이온단면가공기(2.03억), 원자힘현미경(3.85억), 적외선분광기(1.74억) 등

  - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 사업계획 변경* 및 협약 : 1. ~ 3.

*’24년국비감액: 2,309백만원→1,095백만원(1,214백만원감, 약52.6%감)에따라연차별장비구축계획변경



 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ 충북 반도체산업 육성 전략 발표(10.26. 충북넷 등 다수)

 【 2023년 】

  ○ 2023년 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 공고(3.2.)

  ○ 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 공모선정(4.14., 충청타임즈 등 다수)  

  ○ 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 공모선정(4.17., 충청타임즈 등 다수)

  ○ 충북 반도체산업 육성전략 2.0 발표(10.10.)

    - 4대분야 12대 중장기프로젝트 추진 / 23개 언론사, 8개 방송사 보도

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 2022 반도체전문가포럼 개최(10.26., 그랜드플라자 청주호텔)

    - 충북반도체산업육성협의회 및 산학연 관계자 80여명 참여

 【 2023년 】

  ○ 2023 반도체전문가포럼 개최(2.17., 그랜드플라자 청주호텔)

    - 충북반도체산업육성협의회 및 산학연 관계자 80여명 참여

□ 문제점 및 대책

  ○ (문제점) 정부(산업부)는 첨단 패키징 인프라 예타사업 추진에 부정적

  ○ (대책) 사업 타당성 강화 및 비예타 규모 신규사업 단계적 추진

    - 충북 반도체특화단지 지정 등 패키징 인프라 구축 타당성 강화 및 정부 

설득을 통한 사업 추진방안 모색

    - 비예타 규모의 첨단 후공정 기술지원 신규사업 단계적 추진 

□ 향후 계획

  ○ 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축사업 연차별 사업추진(̀ 23. ~ ̀ 25.)

  ○ 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 연차별 사업추진(̀ 23. ~ ̀ 26.)

  ○ 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼 구축사업 등 단계별 지원사업 발굴 추진(̀ 23. ~ `31.)



□ 기대효과

  ○ 차세대 반도체 성능향상에 핵심 분야인 첨단 후공정 인프라 구축 및 기술

지원을 통한 기업 기술경쟁력 강화 및 후공정산업 선점

▶ 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 공모선정(‘23.4.)

▶ 지능형반도체‧IT 소부장 지원센터 구축사업 공모선정(‘23.4.)

▶ 충북 반도체산업 육성전략 발표 및 대내외 홍보(‘23.10.)

▶ 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업 완료(‘23.12.)
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